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LASER-IMPULS-
SCHMELZBONDEN (LIMBO)

Aufgabenstellung

Durch steigende Anforderungen in der Elektromobilitat und
Hochleistungselektronik werden zunehmend Leistungselektro-
nikbauteile bendtigt, die eine hohe Robustheit und thermische
Stabilitat aufweisen. Konventionelle Fligeverfahren von Elek-
tronikbauteilen wie Léten oder Drahtbonden sind aufgrund
der geringen Schmelzpunkte von Weichloten und dem
geringen Leitungsquerschnitt der Drahtbonds nur bedingt
einsetzbar. Es wird ein Verfahren bendtigt, das dicke Kupfer-
verbinder an diinne Metallisierungen auf sensiblen Substraten
schadigungsfrei flgt.

Vorgehensweise

Mit dem innovativen Prozessansatz »Laser-Impuls-Schmelz-
bonden« (LIMBO) werden die Prozessphasen Aufschmelzen
und Kontaktieren energetisch getrennt. Durch Trennung der
Bauteile Uber einen definierten Spalt wird in einer ersten
Prozessphase ein Schmelzevolumen im dickeren Fligepartner
erzeugt. Mittels Laserstrahlmodulation wird die Schmelze zum
unteren Fligepartner beschleunigt, wodurch ein Benetzen und
Anschmelzen der Metallisierung durch die Schmelzenergie
umgesetzt werden kann und die thermische Belastung im
Substrat minimiert wird.

1 Kupferblech kontaktiert auf Metallisierung.
2 Querschliff einer SchweiBung von Kupfer

auf metallisierten Siliziumwafer.
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Ergebnis

Mit dem Prozess sind SchweiBungen von 200 um Kupfer-
blechen auf 35 um Metallisierungen auf Siliziumwafern mit
einer reproduzierbaren Anbindung maglich. Die EinschweiB-
tiefe in dem unteren Fligepartner betragt unter 20 um. Durch
die Anpassung der Laserstrahlmodulation ist eine kontrollierte
Schmelzedynamik im Prozess maglich.

Anwendungsfelder

Das Verfahren ermdglicht das Fligen von dicken Verbindern
auf sensiblen Substraten in der Halbleitertechnik (silizium-
basierte Bauteile) oder Elektroniktechnik (FR4-Leiterplatten)
ohne das Substrat zu schadigen. Neben dem Fligen auf
sensiblen Substraten ist der Prozessansatz anwendbar fir das
stoffschlissige Flgen von metallischen Bauteilen mit hohen
Spalttoleranzen.
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